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四半期毎の推移
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設備投資及び減価償却
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財務状況①
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財務状況②
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会 社 概 要 説 明



社 名
株式会社 テラプローブ
（英文名称：Tera Probe, Inc. ）

本 社 所 在 地 神奈川県 横浜市 港北区 新横浜二丁目7番17号

代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎

設 立 2005年8月

事 業 内 容

・ メモリ事業
（DRAM等のメモリ製品のウエハテスト及び開発受託）

・ システムLSI事業
（SoC、イメージセンサ、アナログ等の各種半導体製品
のウエハテスト、ファイナルテスト及び開発受託）

資 本 金 11,823百万円

連 結 子 会 社
TeraPower Technology Inc.

（半導体ウエハテスト受託）

従 業 員 数 285名（単体）、404名（連結）

2011/06末現在

代表取締役会長 越丸茂 代表取締役社長 渡辺雄一郎

285名（単体）、404名（連結）

2011年６月末日現在
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事業拠点

本社・開発センター （神奈川県横浜市）

・ メモリ系のテスト拠点

広島事業所 （広島県東広島市）

・ SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点

九州事業所 （熊本県葦北郡）

国内拠点

・ 台湾のテスト拠点

TeraPower Technology Inc. （台湾新竹縣）

海外拠点（台湾）
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半導体製造工程における当社事業の役割

出荷

テストオペレーションの他、治工具の設計、テストプログラムの開発、製品レイアウトへのアドバイスまで

検査データ
フィードバック

設計工程設計工程

アセンブリ工程アセンブリ工程

ファイナルテスト工程ファイナルテスト工程

ウエハ製造工程ウエハ製造工程

ウエハテスト工程ウエハテスト工程

梱包・出荷工程梱包・出荷工程

前
工
程

後
工
程

新製品のテストプログラム開発

プローブカード設計、既存プログラム改良

テスト装置の性能評価・解析、システム提言

テスト効率やレーザー加工（トリミング）効率に配慮したパッド

やヒューズの配置を提案

開発受託

ダイシング前のウエハ状態でウエハ上に作り込まれた半導体

チップの電気特性を検査し、良品・不良品を判別

DRAMなどではウエハテストの結果を基にチップ内の正常な

回路を利用するためのレーザー加工を行い歩留りを向上

MCP向けなどのチップに対するウエハレベルバーンイン検査

ウエハテスト

組立終了後のパッケージ状態で最終動作を確認

バーンイン検査、パッケージ外観検査

ファイナルテスト

9



テスト／組立の売上実績及び予測

テスト／組立売上推移テスト／組立売上推移IDM／アウトソース売上推移IDM／アウトソース売上推移
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製品ポートフォリオに従い成長戦略を策定
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イメージセンサ

受託量の増加による受託量の増加による
利益率の改善利益率の改善

ファブレス、ファブレス、
デザインハウスも有望デザインハウスも有望
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成長戦略

収
益
規
模

安定収益基盤
（エルピーダのDRAMテスト受託）

外部顧客開拓による収益拡大

時間軸

技術力の強化

テスト能力の増強

ターンキーソリューションの提供

グローバル化への対応

現在
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ターンキーソリューション

国内外の組立企業とのサプライチェーンは構築した

＜現在の提携企業＞

• 国内組立企業3社
• 海外組立企業1社

今後は当社のオーナーシップにより

顧客の利便性を更に向上させる

• 精度の高い生産計画を示す

• トータルでの品質保証が出来る

• 売上／利益の拡大が計れる

サプライ
チェーン

顧 客 (ウエハをテラに供給)

組立パートナー 組立パートナー

顧客窓口

ドロップシップ

ウエハ製造
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本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ（以下、弊社）の現状を理解してい

ただくために作成したものです。

本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び

弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事

由により、予告なしに変更される可能性があります。

投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成24年３月期第１四半期決算短信」をご覧いただいた

上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

本資料における注意事項等

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ

コーポレートプランニング・ＩＲ部門

TEL （045）476-5711

URL  http://www.teraprobe.com
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